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关于底部填充材料可返修性的真相  

当谈到底部填充剂的设计，要努力在材料性能和可返

修性之间取得平衡常常使得材料科学家们处在一个进

退两难的境地。想想看：底部填充材料的目的就是要

能粘接 - 如果它粘接的不好，那可靠性的优势就丧

失了。因此，在设计一个可返修型底部填充剂配方

时，必须保证材料的粘接性能，除非你不希望材料有

这样的特性。这真是一件两难的事情。

 

可返修型底部填充剂的化学平衡是很微妙的，这让返

工这些材料具有挑战性。所以，当你听到制造商（即

底部填充剂的用户）说：“我从来没有见过一个真正

可返修的底部填充剂”，他们多是指并没有太多容易

返修的，并且返修后不留残胶的底部填充材料。坦白

地说，被设计为可返修的底部填充剂一般都是能返修

的，就看你想花多大的精力去做，和你认为留下什么

样的残余材料是可以接受的。

对于元器件返修，焊点经相变熔化，器件拿走后留下

一个干净的焊盘。但是，聚合物（底部填充剂）在返

修过程中并不经历这样的一个相变所以不能被熔化

掉；必须用更强的方法才能使其分解。记住，底部填

充剂设计来就是要拥有良好的附着力，所以你并不希

望它们太容易就脱裂开，而是要加热到一定的程度才

行。从化学设计的角度来看，这极具挑战性，因为这

些材料还必须热循环稳定。因此，化学家们必须巧妙

调控底部填充剂的配方，使材料既有良好的附着力，

又同时获得其在较高温度下的高分解度。

毫无疑问，返修底部填充剂是一个手工过程，需要的

时间和人力取决于材料，元器件和工艺条件。但是，

新一代底部填充剂的返修与老一代配方相比肯定是变

得容易多了。今天，已经用加热装置和一种简单的刮

板（更象是一种类似细竹签的工具）取代了过去多年

一直使用的Dremel®工具和刷子。但即使有了这些进

步，返修底部填充剂仍可能会留下一些残胶 － 这

便是问题的关键。当工程师说，“这个材料不能返

修”，通常是因为他们想要的是零残余。从材料供应

商的角度来看，可返修性则意味着该材料能符合使元

器件可以被拆除和替换的要求。当然，仍可能有很薄

的一层材料残余物留下来，但如果器件可以替换，焊

接，重新底部填充，而残余材料并不妨碍随后得到的

器件的可靠性，那么从技术角度上来说它就是可以返

修的。 对于一个底部填充剂的可返修性在认识上的

分歧通常归结为材料供应商的定义（返修后器件的性

能可靠性）和用户的看法（无残留）之间的不同。

尽管如此，看底部填充剂的可返修性当然还应该谨

慎。迄今为止，对什么是所谓的“可返修性”还没有

任何的准则或界定标准。因此，一种材料有可能在一

个地方被认为很容易返工，而在另一个地方却不行。

由于没有固定准则或既定标准，而且不同的厂家对底

部填充剂返修的工艺流程定义又略有不同，那出错的

机会就更大了。其次，并非所有可返修的材料的组成

都一样。因此，这些材料的用户应该向他们的材料供

应商要求返修工艺的详细资料。最后，在返工前，应

认真考虑权衡利弊：这个装配件的价值是不是值得我

们花时间，精力和费用来返修呢？当然，如果是非常

昂贵的基板比如服务器主板和有军事用途的都肯定值

得去返修。对于成本较低的装配件还有待商榷。

制定可返修型底部填充材料的配方极具挑战性。而

且，现在随着对低温固化，高温性能，跌落试验可靠

性和热循环可靠性的要求， 结合器件外形更小的因

素，设计可返修体系的标准正在不断被提高。对于一

些应用来说，可返修性简直就是不可能的。例如倒装

芯片，它需要有极高的热循环可靠性，这就决定了底

部填充剂有一个高交联度，填料添加，等等 - 所有

这些因素恰恰与材料的可返修特性相冲突。目前，的

确是还没有能用于倒装芯片的可返修型底部填充剂。

但是，进步每天都有，而要想在倒装芯片的返修技术

上取得进展，还需要相关的设备及应用技术方面的进

步。

好了，这就是关于可返修型底部填充剂的真相。真有

这样的材料吗？是的。每个人的定义都是一样吗？不

是。但是，设计得当的可返修型底部填充剂是能够被

清除并在置换器件后不牺牲任何产品可靠性。在我看

来，这就是可返修型底部填充剂的最终目的了。
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